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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板をＸ方向に位置決めする基板位置決め手段を設け、基板位置決め手段に対してＸ方
向と直交するＹ方向の一側に、基板の電極と接続する電極を有する接続面を上向きにした
状態で電子部品を供給する上向き部品供給手段と、上向き部品供給手段から電子部品を受
け取ってＹ方向に移動するとともに上下を反転して第１の部品供給位置に供給する反転移
送手段とを配設し、基板位置決め手段に対してＹ方向の他側に、接続面を下向きにした状
態で電子部品を第２の部品供給位置に供給する下向き部品供給手段を配設し、第１と第２
の部品供給位置の間でＹ方向に移動可能で、第１又は第２の部品供給位置で保持した電子
部品を基板位置決め手段上の基板のＹ方向の任意の位置で実装する一つの実装手段を設け
、この一つの実装手段は、第１の部品供給位置に供給された電子部品を保持して実装する
第１の実装ヘッドと、第２の部品供給位置に供給された電子部品を保持して実装する第２
の実装ヘッドとのそれぞれ専用の実装ヘッドを有し、かつ第２の実装ヘッドは、第２の部
品供給位置に供給される電子部品を複数保持するとともにこの複数保持した任意の電子部
品を選択的に実装するように構成されていることを特徴とする電子部品実装装置。
【請求項２】
　基板搬送方向のＸ方向と直交するＹ方向に基板を位置決めする基板位置決め手段を設け
、基板位置決め手段に対してＸ方向の一側に、基板の電極と接続する電極を有する接続面
を上向きにした状態で電子部品を供給する上向き部品供給手段と、上向き部品供給手段か
ら電子部品を受け取ってＸ方向に移動するとともに上下を反転して第１の部品供給位置に
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供給する反転移送手段とを配設し、基板位置決め手段に対してＸ方向の他側に、接続面を
下向きにした状態で電子部品を第２の部品供給位置に供給する下向き部品供給手段を配設
し、第１と第２の部品供給位置の間でＸ方向に移動可能で、第１又は第２の部品供給位置
で保持した電子部品を基板位置決め手段上の基板のＸ方向の任意の位置で実装する一つの
実装手段を設け、一つの実装手段は、第１の部品供給位置に供給された電子部品を保持し
て実装する第１の実装ヘッドと、第２の部品供給位置に供給された電子部品を保持して実
装する第２の実装ヘッドとのそれぞれ専用の実装ヘッドを有し、かつ第２の実装ヘッドは
、第２の部品供給位置に供給される電子部品を複数保持するとともにこの複数保持した任
意の電子部品を選択的に実装するように構成されていることを特徴とする電子部品実装装
置。
【請求項３】
　上向き部品供給手段は、電子部品を所定の平面領域に配列されている複数の電子部品を
保持した状態でＹ方向に移動可能な供給テーブルを備え、反転移送手段は供給テーブル上
の電子部品配列領域のＸ方向の任意の位置と第１の部品供給位置との間で移動・位置決め
可能に構成されていることを特徴とする請求項２に記載の電子部品実装装置。
【請求項４】
　第１の部品供給位置のＸ方向の側方位置に、接続面を下向きにした状態で電子部品を保
持する移載ステージを配設するとともに実装手段を移載ステージ上の電子部品を保持可能
に構成し、移載ステージに接続面を下向きにした状態で電子部品を供給する手段を設けた
ことを特徴とする請求項２又は３に記載の電子部品実装装置。
【請求項５】
　第２の実装ヘッドは、電子部品を吸着保持する複数の吸着ノズルが放射状にかつ水平軸
回りに回動可能に支持軸下端部に設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載
の電子部品実装装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ベアＩＣチップなどの接続面を上向きにして供給される電子部品とチップ部品
などの接続面を下向きにして供給される電子部品とを、１台の装置にて共に接続面を基板
表面に対向させた状態で、基板に実装する電子部品実装装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
電子部品を基板に実装する電子部品実装装置としては、間欠回転する回転体の外周部にそ
の間欠回転角間隔で複数の実装ヘッドを配設して各実装ヘッドが供給位置と実装位置との
間で移動するようにし、供給位置に所定の電子部品を部品供給部を移動させて供給し、基
板の所定の実装位置を実装位置に位置決めし、実装ヘッドにて基板の所定位置に電子部品
を実装する方式や、基板を位置決め固定し、ＸＹ方向に移動可能な実装ヘッドにて、部品
供給部から所定の電子部品を取り出し、基板の所定の実装位置に移動して実装する方式な
ど、種々の方式のものが知られている。
【０００３】
また、多種類の電子部品を基板に実装するため、図１８に示すように、搬入部６１から搬
入された基板６２を位置決めテーブル６３にて位置決め固定し、実装後搬出部６４から搬
出するように構成するとともに、位置決めテーブル６３の基板搬送方向と直交する方向の
両側に、電子部品の供給方式が互いに異なる第１の部品供給部６５と第２の部品供給部６
６を配設し、実装ヘッド６７をＸＹテーブル６８にて両部品供給部６５、６６間にわたっ
てＸＹ方向に移動可能に構成し、これら部品供給部６５、６６の任意の電子部品を取り出
して基板６２の任意の位置に実装するようにしたものも知られている（例えば、特許文献
１参照。）。
【０００４】
また、ベアＩＣチップを基板に実装する電子部品実装装置として、ダイシングされたウエ
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ハの状態でベアＩＣチップをＸＹテーブル上に供給し、このＸＹテーブルにて所定のベア
ＩＣチップを第１の供給位置に位置決めし、反転移送手段にて第１の供給位置で所定のベ
アＩＣチップを保持して上下を反転して第２の供給位置に移送し、第２の供給位置で実装
ヘッドにて保持し、一方、基板をＹ方向テーブルにてＹ方向に移動可能な支持台上に載置
固定し、実装ヘッドをＸ方向テーブルにて基板における実装位置のＸ方向位置まで移動さ
せるとともに基板における実装位置のＹ方向位置が実装ヘッドのＹ方向位置に一致するよ
うにＹ方向テーブルにて基板を移動し、ベアＩＣチップと基板の実装箇所の位置合わせを
行った後、実装ヘッドにてベアＩＣチップを実装するように構成されたものが知られてい
る（例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
このベアＩＣチップの基板に対する実装は、上記電子部品の実装工程とは全く別に、クリ
ーンルーム等で行われていた。それは、ベアＩＣチップは高集積化、小型化のために、電
極の多電極化とファインピッチ化が著しく、高精度の実装が要請され、また埃による接合
不良を防止するために実装環境のクリーン化が強く求められるためである。
【０００６】
そして、このようにベアＩＣチップを基板に実装して電子部品を構成した後、その電子部
品を他の電子部品ととともに上記電子部品実装装置に供給して、電子機器の基板に実装し
ていた。
【０００７】
【特許文献１】
特開２０００－９１３８５号公報
【０００８】
【特許文献２】
特開２０００－６８３２７号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年は、ＩＣの高集積化がさらに進行してベアＩＣチップが大型化するととも
に、それに伴って１枚の基板に対する電子部品の実装数が少なくて済むようになっており
、また同時に携帯機器等に搭載するために基板の小型化が進んでいる。
【００１０】
しかるに、上記従来例のようにベアＩＣチップの実装と他の電子部品の実装を全く別工程
で実装していると、無駄な製造工程や部品の管理・輸送に対する工数とコストが大きくな
るという問題があり、１枚の基板にベアＩＣチップと他の電子部品を混載して実装するこ
とが要請されてきている。
【００１１】
そこで、１台の電子部品実装装置にてベアＩＣチップのように接続面が上向きの状態で供
給される電子部品と、チップ部品のように接続面が下向きの状態で供給される電子部品の
両方を混載して実装できる電子部品実装装置の開発が求められているが、そのような実装
を高精度にかつ高速にて実現できるものは提案されていない。
【００１２】
また、例えば、図１８に示した電子部品実装装置の第１又は第２の部品供給部６５、６６
として、上記特許文献２（特開２０００－６８３２７号公報）に開示されたベアＩＣ部品
の供給手段（ＸＹテーブルと反転移送手段）を配設することも考えられるが、実装ヘッド
６７をＸＹロボット６８にてＸＹ方向に移動させて実装する方式であるため、実装の高精
度化や実装速度の高速化を実現することができないという問題がある。
【００１３】
本発明は、このような状況に鑑み、ベアＩＣチップなどの接続面を上向きにして供給され
る電子部品とチップ部品などの接続面を下向きにして供給される電子部品を、１台の装置
にて共に接続面を基板表面に対向させた状態で、高精度かつ高速にて実装することができ
る電子部品実装装置を提供することを目的とする。
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【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電子部品実装装置は、基板をＸ方向に位置決めする基板位置決め手段を設け、
基板位置決め手段に対してＸ方向と直交するＹ方向の一側に、基板の電極と接続する電極
を有する接続面を上向きにした状態で電子部品を供給する上向き部品供給手段と、上向き
部品供給手段から電子部品を受け取ってＹ方向に移動するとともに上下を反転して第１の
部品供給位置に供給する反転移送手段とを配設し、基板位置決め手段に対してＹ方向の他
側に、接続面を下向きにした状態で電子部品を第２の部品供給位置に供給する下向き部品
供給手段を配設し、第１と第２の部品供給位置の間でＹ方向に移動可能で、第１又は第２
の部品供給位置で保持した電子部品を基板位置決め手段上の基板のＹ方向の任意の位置で
実装する一つの実装手段を設け、一つの実装手段は、第１の部品供給位置に供給された電
子部品を保持して実装する第１の実装ヘッドと、第２の部品供給位置に供給された電子部
品を保持して実装する第２の実装ヘッドとのそれぞれ専用の実装ヘッドを有し、かつ第２
の実装ヘッドは、第２の部品供給位置に供給される電子部品を複数保持するとともにこの
複数保持した任意の電子部品を選択的に実装するように構成されているものである。
【００１５】
　このような構成によると、基板位置決め手段にて基板をＸ方向に位置決めし、基板位置
決め手段のＹ方向の一側において、上向き部品供給手段にて接続面が上向きの電子部品を
供給し、その電子部品を反転移送手段にて第１の部品供給位置に供給し、基板位置決め手
段のＹ方向の他側において、下向き部品供給手段にて接続面が下向きの電子部品を第２の
部品供給位置に供給し、実装手段にて第１又は第２の部品供給位置で電子部品は保持して
Ｙ方向に移動・位置決めすることで、基板の所定の実装位置に所定の電子部品を実装する
ことができ、従ってベアＩＣチップなどの接続面を上向きにして供給される電子部品とチ
ップ部品などの接続面を下向きにして供給される電子部品を、１台の装置にて共に接続面
を基板表面に対向させた状態で実装することができ、かつ実装手段を１方向にのみ直線移
動させて位置決めすれば良いので、高精度・高速実装を実現することができる。また、実
装手段が、第１の供給位置に供給された電子部品を保持して実装する第１の実装ヘッドと
、第２の供給位置に供給された電子部品を保持して実装する第２の実装ヘッドとを備えて
いるので、それぞれ専用の実装ヘッドを用いることで効率的にかつ確実に電子部品の実装
を行うことができる。また、第２の実装ヘッドが、第２の部品供給位置に供給される電子
部品を複数保持するとともにこの複数保持した任意の電子部品を選択的に実装するように
構成されているので、第２の部品供給位置への一度の移動によって複数のチップ部品を保
持することができ、実装点数の比較的多いチップ部品の実装を効率的に行うことができ、
全体として実装効率を向上することができる。
【００１６】
また、基板位置決め手段のＸ方向一側に基板の搬入部、他側に基板の搬出部を配設すると
、基板を搬入から搬出まで１方向にのみ移動させるため、コンパクトに構成できるととも
に構成が簡単で安価に構成することができる。
【００１７】
また、上向き部品供給手段が、複数の突起電極を有する接続面を上向きにしたベアＩＣチ
ップを供給する手段であると、ベアＩＣチップとチップ部品等の表面実装部品を基板に混
載して実装することができる。
【００１８】
また、上向き部品供給手段は、電子部品を所定の平面領域に配列されている複数の電子部
品を保持した状態でＸ方向に移動可能な供給テーブルを備え、反転移送手段は供給テーブ
ル上の電子部品配列領域のＹ方向の任意の位置と第１の部品供給位置との間で移動・位置
決め可能に構成されていると、ベアＩＣチップをウエハの状態やトレイに収容した状態で
供給する等、複数の電子部品を平面領域に配列した状態で、上向き部品供給手段の供給テ
ーブルに供給することで、この供給テーブルをＸ方向に位置決めするだけで、反転移送手
段をＹ方向に位置決めによって任意の電子部品を供給することができ、電子部品の供給を
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容易かつ低コストにて行うことができる。
【００１９】
また、基板位置決め手段にて位置決めされた基板のＹ方向幅の範囲を移動可能でかつ実装
手段による実装位置と実装位置から退避した位置との間で移動可能な認識手段を設け、認
識手段は実装位置に位置決めされた状態で実装手段に保持された電子部品と基板の実装位
置の両方を認識するように構成すると、実装位置で基板の実装位置と電子部品の両方を認
識することができ、その認識結果によって補正を行うことで高い実装精度を確保すること
ができる。
【００２０】
また、第１の部品供給位置のＹ方向の側方位置に、接続面を下向きにした状態で電子部品
を保持する移載ステージを配設するとともに実装手段を移載ステージ上の電子部品を保持
可能に構成し、移載ステージに接続面を下向きにした状態で電子部品を供給する手段を設
けると、上向き部品供給手段に代えて、上向き部品供給手段にて供給されるベアＩＣ部品
などの電子部品を、その接続面を下向きにして供給する手段を配設した場合にも、その電
子部品を移載ステージにて保持することで実装手段にて上記と同様に実装することができ
る。
【００２１】
　また、本発明の電子部品実装装置の別の構成として、基板搬送方向のＸ方向と直交する
Ｙ方向に基板を位置決めする基板位置決め手段を設け、基板位置決め手段に対してＸ方向
の一側に、基板の電極と接続する電極を有する接続面を上向きにした状態で電子部品を供
給する上向き部品供給手段と、上向き部品供給手段から電子部品を受け取ってＸ方向に移
動するとともに上下を反転して第１の部品供給位置に供給する反転移送手段とを配設し、
基板位置決め手段に対してＸ方向の他側に、接続面を下向きにした状態で電子部品を第２
の部品供給位置に供給する下向き部品供給手段を配設し、第１と第２の部品供給位置の間
でＸ方向に移動可能で、第１又は第２の部品供給位置で保持した電子部品を基板位置決め
手段上の基板のＸ方向の任意の位置で実装する一つの実装手段を設け、一つの実装手段は
、第１の部品供給位置に供給された電子部品を保持して実装する第１の実装ヘッドと、第
２の部品供給位置に供給された電子部品を保持して実装する第２の実装ヘッドとのそれぞ
れ専用の実装ヘッドを有し、かつ第２の実装ヘッドは、第２の部品供給位置に供給される
電子部品を複数保持するとともにこの複数保持した任意の電子部品を選択的に実装するよ
うに構成されていても同様の作用効果を得ることができる。
【００２２】
また、その上向き部品供給手段は、複数の突起電極を有する接続面を上向きにしたベアＩ
Ｃチップを供給する手段であると、ベアＩＣチップとチップ部品等の表面実装部品を基板
に混載して実装することができる。
【００２３】
また、上向き部品供給手段は、電子部品を所定の平面領域に配列されている複数の電子部
品を保持した状態でＹ方向に移動可能な供給テーブルを備え、反転移送手段は供給テーブ
ル上の電子部品配列領域のＸ方向の任意の位置と第１の部品供給位置との間で移動・位置
決め可能に構成されていると、上記と同様に電子部品の供給を容易かつ低コストにて行う
ことができる。
【００２４】
また、基板位置決め手段にて位置決めされた基板のＸ方向幅の範囲を移動可能でかつ実装
手段による実装位置と実装位置から退避した位置との間で移動可能な認識手段を設け、認
識手段は実装位置に位置決めされた状態で実装手段に保持された電子部品と基板の実装位
置の両方を、同一位置とタイミングで認識するようにすると、上記と同様に認識結果によ
って補正を行うことで、高い実装精度を確保できる。
【００２５】
また、チップタイプの電子部品等の実装時においては、上記認識手段において基板認識を
行った後、連続して部品認識を行い、この認識結果によって補正実装を行うこともできる
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。
【００２６】
また、第１の部品供給位置のＸ方向の側方位置に、接続面を下向きにした状態で電子部品
を保持する移載ステージを配設するとともに実装手段を移載ステージ上の電子部品を保持
可能に構成し、移載ステージに接続面を下向きにした状態で電子部品を供給する手段を設
けると、上向き部品供給手段に代えて、上向き部品供給手段にて供給されるベアＩＣ部品
などの電子部品を、その接続面を下向きにして供給する手段を配設した場合にも、その電
子部品を移載ステージにて保持することで実装手段にて上記と同様に実装することができ
る。
【００２７】
また、基板は剛性のある基板に限られるものではなく、フィルム基板から成る場合にも適
用でき、その場合に複数のフィルム基板が一体的に連接された帯状フィルム基板の送給・
回収手段を備えると、フィルム基板に対して効率的に実装することができる。
【００２８】
また、以上の各電子部品実装装置において、実装手段が、加熱手段を有する実装ヘッドを
備えていると、電子部品の実装に先立って実装位置に、異方導電性の樹脂シートや樹脂若
しくは非導電性の樹脂シートや樹脂などの接合材を配置することで、電子部品の実装時に
その樹脂シートや樹脂材料に圧力と熱を加えることによって、電子部品と基板の接合及び
封止までの実装工程を完了することができる。
【００２９】
また、実装手段が、電子部品を保持して実装する実装ヘッドと封止材を塗布するディスペ
ンサを備え、実装ヘッドは加熱手段を有していると、電子部品の実装に先立って実装位置
に封止材を塗布し、電子部品の実装時に加熱することで封止材を加熱効果させて封止まで
の実装工程を完了することができる。
【００３１】
また、第１の実装ヘッドは、ベアＩＣチップを保持するように構成されるとともに加熱手
段を備え、第２の実装ヘッドは表面実装部品を保持するように構成されていると、ベアＩ
Ｃチップと表面実装部品をそれぞれ効率的にかつ確実に実装することができる。
【００３２】
　また、第２の実装ヘッドは、電子部品を吸着保持する複数の吸着ノズルが放射状にかつ
水平軸回りに回動可能に支持軸下端部に設けられているのが好ましい。
【００３３】
また、反転移送手段が、それぞれ電子部品を保持する複数の保持手段を備えていると、上
向き部品供給手段にて供給された電子部品を反転移送手段にて第１の部品供給位置に上下
を反転して供給する工程のタクトが長いために、各基板毎の実装タクトが長くなり、実装
効率が低下するような場合に、１回の往復動作で複数の電子部品を供給できるので、実装
効率を大幅に向上することができる。
【００３４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の電子部品実装装置の一実施形態について、図１～図７を参照して説明する
。
【００３５】
本実施形態の電子部品実装装置１は、ベアＩＣチップなど、図２（ａ）に示すように、基
板２に対する接続面３ａを上向きにした状態で供給される上向き供給電子部品３（以下、
単に電子部品３と記すことがある）と、容量素子や抵抗素子などのチップ部品や四周の少
なくとも一部に接続リードが設けられたリード付き部品など、図２（ｂ）に示すように、
基板２に対する接続面４ａを下向きにした状態で供給される下向き供給電子部品４（以下
、単に電子部品４と記すことがある）とを、基板２に混載して実装するものである。
【００３６】
電子部品実装装置１は、本体部５とその前後両側に配設される部品供給部６、７にて構成
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されている。各部品供給部６、７は本体部５に交換可能に結合されるユニットとして構成
されている。
【００３７】
前側の部品供給部６は、多数の電子部品３が配列して形成されるとともに個片にダイシン
グされた状態でエキスパンドシート上に支持されている半導体ウエハ８を複数枚収容した
部品マガジン９と、所望の半導体ウエハ８を所定の供給高さ位置に位置決めするマガジン
リフタ１０にて構成されている。
【００３８】
後側の部品供給部７は、多数の電子部品４を収容して成るテープ状部品集合体が装着され
た複数の部品供給カセット１１を左右に移動可能な部品供給台１２上にその移動方向に並
列して搭載して成り、任意の部品供給カセット１１の電子部品４を、図３に示すように、
第２の部品供給位置Ｂに供給するように構成されている。
【００３９】
本体部５の前部には、エキスパンド台１３が左右方向のＸ方向に移動可能な供給テーブル
としてのＸ方向テーブル１４上に上下シリンダ１５にて上下移動可能に設置され、ウエハ
引き出し手段（図示せず）にて部品供給部６の部品マガジン９から半導体ウエハ８をエキ
スパンド台１３に導入するように構成され、エキスパンド台１３にてそのエキスパンドシ
ートを拡張させて各電子部品３を間隔をあけて分離させ、さらに所望の電子部品３を所定
のＸ方向位置に位置決めするように構成されている。
【００４０】
１６は、エキスパンド台１３上で所定のＸ方向位置に位置決めされた電子部品３を認識す
る認識カメラであり、図４に示すように、Ｙ方向テーブル１７にて前後方向に沿うＹ方向
に移動可能に支持されている。Ｙ方向テーブル１７は、Ｙ方向ガイド１７ａにてＹ方向に
移動自在に支持された移動体１７ｂを移動用モータ１７ｃと送りねじ機構１７ｄにて移動
・位置決めするように構成され、その移動体１７ｂに認識カメラ１６が装着されている。
この認識カメラ１６にて、所定のＸ方向位置に位置決めされた電子部品３の内のＹ方向に
任意の位置の電子部品３を認識するように構成されている。
【００４１】
また、本体部５の前部から中間部には反転移送手段１８が配設されている。この反転移送
手段１８は、図３に示すように、所定のＸ方向位置に位置決めされたエキスパンド台１３
上の半導体ウエハ８のＹ方向の大きさに対応する部品供給領域Ｄ内の任意の電子部品３を
吸着してＹ方向後方に向けて移動し、第１の部品供給位置Ａまで移載するとともに吸着し
た電子部品３を１８０度上向きに反転させるように構成されている。半導体ウエハ８の状
態では、各電子部品３の接続面３ａは上向きに形成されており、反転移送手段１８にて各
電子部品３の接続面３ａを吸着した後上向きに１８０度旋回することによって、電子部品
３の接続面３ａが下向きとなり、その状態で第１の部品供給位置Ａで実装手段２６に受け
渡すように構成されている。
【００４２】
反転移送手段１８の具体構成は、図５、図６に示すように、Ｙ方向テーブル１９にてＹ方
向に移動可能に支持された移動台２０上に、Ｘ方向位置調整機構２１を配設し、このＸ方
向位置調整機構２１に上下移動機構２２を介して反転機構２３を取付け、さらにこの反転
機構２３にθ調整機構２４を介して電子部品３を吸着保持する吸着ノズル２５を装着して
構成されている。
【００４３】
Ｙ方向テーブル１９は、移動台２０をＹ方向に移動自在に支持するＹ方向ガイド１９ａと
、移動モータ１９ｂと、送りねじ機構１９ｃにて構成されている。Ｘ方向位置調整機構２
１は、移動台２０にＸ方向に移動可能に支持された可動板２１ａと、モータ２１ｂにて回
転されるとともに可動板２１ａに係合するカム２１ｃと、可動板２１ａをカム２１ｃに向
けて付勢するばね２１ｄにて構成されている。上下移動機構２２は、可動板２１ａに上下
移動可能に支持された昇降部材（図示せず）と、昇降部材を昇降駆動する上下駆動カム２
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２ａと、それを回転する上下用モータ２２ｂと、昇降部材をカム２２ａに向けて付勢する
ばね（図示せず）にて構成されている。反転機構２３は、反転部材２３ａを反転用モータ
２３ｂにてプーリ・ベルト機構２３ｃを介して１８０°往復回転するように構成されてい
る。θ調整機構２４は、θ調整用モータ２４ａにてプーリ・ベルト機構２４ｂを介して反
転部材２３ａに装着された吸着ノズル２５をその軸芯まわりに回転させるように構成され
ている。
【００４４】
実装手段２６は、電子部品３又は４を保持して基板２に実装する実装ヘッド２７と、実装
ヘッド２７を第１の部品供給位置Ａと第２の部品供給位置Ｂとの間でＹ方向に移動・位置
決めするＹ方向テーブル２８にて構成されている。実装ヘッド２７は、電子部品３、４を
吸着保持する吸着ノズル２７ａとその昇降手段２７ｂとボイスコイルモータなどの加圧手
段２７ｃと電子部品３、４を加熱する加熱手段２７ｄとを備え、さらに封止材を塗布する
ディスペンサ２７ｅが配設されている。Ｙ方向テーブル２８は実装ヘッド２７をＹ方向に
移動自在に支持するＹ方向ガイド２８ａと、移動用モータ２８ｂと送りねじ機構２８ｃに
て構成されている。
【００４５】
本体部５の後部における実装ヘッド２７のＹ方向の移動経路の下部に、基板２をＸ方向に
移動させ、基板２における電子部品を実装すべき位置を実装ヘッド２７によるＸ方向の実
装位置に位置決めする基板位置決め手段としてのＸ方向テーブル２９が配設されている。
Ｘ方向テーブル２９はＸ方向のガイドレール２９ａに沿って移動自在に支持されるととも
に移動モータ２９ｂと送りねじ機構２９ｃにて移動・位置決めするように構成されている
。このＸ方向テーブル２９上に基板２を載置固定する支持台３０が昇降可能に設けられて
いる。
【００４６】
こうしてＸ方向テーブル２９にて位置決めされた基板２のＹ方向幅に対応する実装範囲Ｃ
内の所定の実装位置に、Ｙ方向テーブル２８にて実装ヘッド２７を位置決めすることで、
所定の電子部品３、４が基板２の所定の実装位置に実装するように構成されている。
【００４７】
また、実装ヘッド２７と支持台３０との間に、上側で実装ヘッド２７に保持された電子部
品３、４を認識し下側で基板２の電子部品を実装すべき位置の両方を認識できるように構
成された同時認識手段３１が配設されている。この同時認識手段３１は、図７に示すよう
に、ＸＹテーブル３２によって、Ｙ方向の実装範囲Ｃ内の任意の位置に位置決め可能でか
つ実装ヘッド２７による実装位置と実装位置からＸ方向に退避した位置との間で移動可能
に支持されている。３２ａはＹ軸移動モータ、３２ｂはＸ軸移動モータである。
【００４８】
なお、同時認識手段３１は、実装位置に位置決めされた状態でプリズム等で光路を切り換
えて順次電子部品３、４と基板２の実装位置を認識するように構成され、字義通りに完全
に同時に認識するのではない。勿論、字義通り同時に認識するようにしても良いが、構成
が複雑になったり、コスト高になったりして好ましくない場合が多い。
【００４９】
Ｘ方向テーブル２９のＸ方向一側（図では右側）には、基板２を支持台３０上に搬入する
搬入部３３が、Ｘ方向テーブル２９のＸ方向他側に、支持台３０上から基板２を搬出する
搬出部３４が配設されている。支持台３０の前後両側には搬入部３３、搬出部３４の一対
のレールに接続可能でかつ昇降可能な部分レール３５が設けられ、基板２をこの部分レー
ル３５上に受けた後、支持台３０上に載置固定するように構成されている。
【００５０】
次に、以上の構成における基板２に対する電子部品３、４の実装動作を説明する。搬入部
３３にて供給された基板２は、Ｘ方向テーブル２９に設けられた部分レール３５上に受け
渡された後、部分レール３５が下降することで支持台３０上に載置固定される。その後、
Ｘ方向テーブル２９にて基板２における電子部品３、４の実装位置のＸ方向位置が、実装
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ヘッド２７のＸ方向位置に一致するように位置決めされる。
【００５１】
一方、部品供給部６にて供給され、エキスパンド台１３上に導入された半導体ウエハ８は
、エキスパンド台１３でエキスパンドシートが拡大されて各電子部品３が分離された後、
Ｘ方向テーブル１４が作動されて実装すべき電子部品３が反転移送手段１８の吸着ノズル
２５の移動経路の直下に位置するように位置決めされる。また、Ｙ方向テーブル１７が作
動されて認識カメラ１６が実装すべき電子部品３の直上に位置決めされ、電子部品３の適
否とその位置が高精度に認識され、その認識結果によってＸ方向テーブル１４の位置補正
が成されるとともに、反転移送手段１８における吸着ノズル２５の位置決めすべき位置と
電子部品３のθ補正量が求められる。次いで、反転移送手段１８のＹ方向テーブル１９が
作動され、吸着ノズル２５が実装すべき電子部品３の位置に位置決めされ、吸着ノズル２
５にてその電子部品３が吸着保持されて持ち上げられ、その後第１の部品供給位置Ａに向
けてＹ方向に移動させるとともに上下が反転されて、接続面３ａを下向きにして第１の部
品供給位置Ａに供給される。
【００５２】
その時には、実装手段２６の実装ヘッド２７が第１の部品供給位置Ａに移動してきており
、実装ヘッド２７にて電子部品３が保持された後、Ｙ方向テーブル２８が作動されて実装
ヘッド２７が基板２における実装位置のＹ方向位置に位置決めされる。
【００５３】
それと同時に、ＸＹテーブル３２が作動されて同時認識手段３１も基板２の実装位置に位
置決めされ、その状態で基板２の実装位置に設けられている位置マークが認識されるとと
もに、実装ヘッド２７に保持されている電子部品３が認識され、所定の位置決め精度が確
保されるようにＹ方向テーブル２８及びＸ方向テーブル２９による位置補正が成され、基
板３の実装位置に電子部品３の位置が高精度に位置決めされる。
【００５４】
その後、実装ヘッド２７の吸着ノズル２７ａが昇降手段２７ｂにて下降されるとともに、
ボイスコイルモータなどの加圧手段２７ｃにて加圧されて、電子部品３が実装される。ま
た、必要に応じて加熱手段２７ｄにて電子部品３が加熱され、加熱加圧によって電子部品
３の電極と基板２の電極の接合が行われる。また、基板２の実装位置に予めディスペンサ
２７ｅにて封止材を塗布しておくと、実装と同時に加熱手段２７ｄにて封止材も加熱硬化
されて封止までを含めた実装が完了される。
【００５５】
その一方で、部品供給部７では部品供給台１２が作動して基板２に実装すべき電子部品４
を収容した部品供給カセット１１が第２の部品供給位置Ｂに対向する位置に位置決めされ
、この第２の部品供給位置Ｂに電子部品４が供給されており、その後実装手段２６にてこ
の電子部品４が保持されてＹ方向に移動し、上記と同様に基板２の所定の実装位置に実装
される。
【００５６】
以上の実装動作が適宜繰り返されて、基板２に対して所要数の電子部品３、４の実装が完
了すると、基板２は搬出部３４にて次工程に向けて搬出され、次の基板２が搬入部３３に
て搬入され、支持台３０上に設置される。
【００５７】
なお、基板２に対する電子部品３、４の実装タクトは、電子部品３の方が、第１の部品供
給位置Ａに対する供給動作が複雑でタクトが長くなるため、基板２の搬入搬出動作中に第
１の部品供給位置Ａに電子部品３を供給しておき、最初に電子部品３を実装した後、１又
は複数の電子部品４を基板２に実装し、その後再び電子部品３を実装するという実装動作
制御が好適である。また、何れかの電子部品３、４の不良や吸着失敗等が発生した場合に
は、他方の電子部品の実装を先行して行うように動作制御される。
【００５８】
以上のように本実施形態によれば、基板位置決め手段としてのＸ方向テーブル２９にて基
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板２をＸ方向に位置決めし、本体部５の前側において、部品供給部６からエキスパンド台
１３上に上向き供給電子部品３を半導体ウエハ８の形態で供給し、半導体ウエハ８をＸ方
向テーブル１４にてＸ方向に位置決めし、反転移送手段１８にて所望の電子部品３を吸着
保持し、反転して第１の部品供給位置Ａに供給し、本体部５の後側において、部品供給部
７から下向き供給電子部品４を第２の部品供給位置Ｂに供給し、実装手段２６にて第１又
は第２の部品供給位置Ａ、Ｂで電子部品３または４を保持してＹ方向に移動・位置決めす
ることで、基板２の所定の実装位置に所定の電子部品３、４を実装することができる。従
って、ベアＩＣチップなどの上向き供給電子部品３とチップ部品などの下向き供給電子部
品４を、１台の装置にて基板２に接続面３ａ、４ａを基板２の表面に対向させた状態で混
載して実装することができ、かつ実装手段２６を１方向にのみ直線移動させて位置決めす
れば良いので、高精度の実装を高速にて実現することができる。
【００５９】
また、基板位置決め手段としてのＸ方向テーブル２９のＸ方向の一側に搬入部３３、他側
に搬出部３４を配設し、基板２を搬入から搬出まで１方向にのみ移動させるようにしてい
るので、コンパクトに構成できるとともに構成が簡単で安価に構成することができる。
【００６０】
また、ベアＩＣチップなどの下向き供給電子部品３を、半導体ウエハ８の状態やトレイに
収容した状態で供給テーブルとしてのＸ方向テーブル１４上に供給すると、Ｘ方向テーブ
ル１４にてＸ方向に位置決めされ、反転移送手段１８にてＹ方向の位置が選択されて任意
の電子部品３を供給することができ、それぞれ１軸方向の位置決めによって所望の電子部
品３を供給することができ、電子部品３の供給を容易かつ低コストにて行うことができる
。
【００６１】
また、同時認識手段３１を実装位置に位置決めした状態で、実装手段２６の実装ヘッド２
７に保持された電子部品３、４と基板２の実装位置の両方を認識するようにしているので
、その認識結果によって補正を行うことで高い実装精度を確保することができる。
【００６２】
また、実装ヘッド２７に加熱手段２７ｄを備えているので、電子部品３、４の実装に先立
って基板２の実装位置に、異方導電性の樹脂シートや樹脂若しくは非導電性の樹脂シート
や樹脂などの接合材を配置することで、電子部品３、４の実装時にその樹脂シートや樹脂
材料に圧力と熱を加えることによって、電子部品３、４と基板２の接合及び封止までの実
装工程を完了することができる。
【００６３】
また、実装手段２６の実装ヘッド２７に加熱手段２７ｄと封止材を塗布するディスペンサ
２７ｅを備えていると、電子部品３、４の実装に先立って実装位置に封止材を塗布し、電
子部品３、４の実装時に加熱することで封止材を加熱硬化させて封止までの実装工程を完
了することができる。
【００６４】
次に、本発明の電子部品実装装置の他の実施形態について、図８、図９を参照して説明す
る。
【００６５】
上記実施形態では、上向き供給電子部品３の部品供給部６は、基板搬送方向のＸ方向と直
交するＹ方向一側の前側に、下向き供給電子部品４の部品供給部７はＹ方向他側の後側に
配設し、部品供給部６から供給された半導体ウエハ８の供給テーブルはＸ方向テーブル１
４にて構成し、反転移送手段１８はＹ方向に移動し、実装手段２６は実装ヘッド２７をＹ
方向に移動させ、基板位置決め手段はＸ方向テーブル２９にて構成している。
【００６６】
これに対して本実施形態では、部品供給部６、７は共に基板搬送方向のＸ方向と直交する
Ｙ方向一側の前側において、その左右両側に配設されている。部品供給部６から供給され
た半導体ウエハ８の供給テーブルはＹ方向テーブル１４Ａにて構成され、反転移送手段１
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８Ａは、Ｙ方向に位置決めされた半導体ウエハ８のＸ方向の任意の電子部品３を保持し、
Ｘ方向に移動するとともに反転して第１の部品供給位置Ａに供給するように構成されてい
る。反転移送手段１８Ａと同様に認識カメラ１６ＡもＸ方向に移動・位置決め可能に構成
されている。
【００６７】
また、部品供給部７は、複数の部品供給カセット１１をＸ方向に並列して搭載するように
されている。そして、部品供給カセット１１の先端の部品供給位置は、後述の実装手段２
６Ａにおける実装ヘッド２７の移動経路の直下に位置し、部品供給部７の任意の部品供給
カセット１１の電子部品４を実装ヘッド２７にて吸着保持するように構成され、電子部品
４を供給する第２の部品供給位置ＢはＸ方向に所定の幅を有する領域として設定されてい
る。
【００６８】
実装手段２６Ａは実装ヘッド２７をＸ方向に移動・位置決め可能に構成され、第１の部品
供給位置Ａと所定幅の領域として設定されている第２の部品供給位置Ｂとの間でＸ方向に
移動して電子部品３、４を吸着保持し、その中間に配置されて位置決めされている基板２
のＸ方向の所定位置に実装するように構成されている。
【００６９】
基板２は搬入部３３から搬入され、基板位置決め手段としてのＹ方向テーブル２９Ａ上の
支持台３０に固定支持され、基板２における電子部品３、４の実装位置のＹ方向の位置が
実装ヘッド２７の移動経路の直下に位置するようにＹ方向テーブル２９Ａにて位置決めさ
れ、実装手段２６ＡのＸ方向に移動・位置決め可能な実装ヘッド２７にて基板２の所定位
置に電子部品３、４を実装するように構成されている。実装が完了した基板は搬出部３４
から搬出される。
【００７０】
以上の構成の電子部品実装装置においても、上記実施形態と同様に上向き供給電子部品３
と下向き供給電子部品４を、精度良く、高速にて混載して実装することができる。また、
部品供給部６、７を共に前側に配置しているので、作業性が良いという利点がある。また
、部品供給部７に部品供給台１２を設けて左右に移動させる必要がないため、部品供給部
７の構成が簡単かつコンパクトになるという利点もある。なお、部品供給部７は、図９に
部品供給部７０として示すように、後側に配設することもできる。
【００７１】
以上の各実施形態の説明においては、実装ヘッド２７として、吸着ノズル２７ａと昇降手
段２７ｂと加圧手段２７ｃと加熱手段２７ｄを備えた例を示したが、図１０に示すように
、超音波振動発生手段３６を有する超音波接合ヘッド３７を装着し、超音波接合を行うよ
うに構成することもできる。また、その超音波接合ヘッド３７に加熱手段を設けて、上記
のように封止を同時に行うようにすることもできる。
【００７２】
また、図１１に示すように、実装手段２６に実装ヘッド２７に代えて、第１の部品供給位
置Ａに供給された電子部品３を保持して実装する第１の実装ヘッド３８と、第２の部品供
給位置Ｂに供給された電子部品４を保持して実装する第２の実装ヘッド３９を配設した構
成としてもよく、そうすると電子部品３、４をそれぞれ専用の実装ヘッド３８、３９にて
実装することで、効率的にかつ確実に電子部品３、４の実装を行うことができる。
【００７３】
図１１において、第１の実装ヘッド３８は、ベアＩＣチップから成る電子部品３を吸着保
持するように構成されるとともに加熱手段３８ｂが設けられた保持部３８ａが支持軸３８
ｃの下端部に設けられ、その支持軸３８ｃが上端部を上方に突出させた状態で上下移動可
能に支持された構成とされ、また第２の実装ヘッド３９は、チップ部品から成る電子部品
４を吸着保持する複数の吸着ノズル３９ａが放射状にかつ水平軸３９ｂ回りに回動可能に
支持軸３９ｃの下端部に設けられ、その支持軸３９ｃが上端部を上方に突出させた状態で
上下移動可能に支持された構成とされている。そして、これら実装ヘッド３８、３９の上
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部に、支持軸３８ｃ、３９ｃの何れかを選択的に押圧して下降移動させるように、押圧手
段４０がスライダ４１にて位置切り換え可能に設けられている。また、モータ４２ａとプ
ーリベルト機構４２ｂにて支持軸３８ｃ、３９ｃを軸芯回りに回転させることで、電子部
品３、４の実装姿勢を調整するθ調整機構４２が設けられている。
【００７４】
このように第２の実装ヘッド３９において、複数の吸着ノズル３９ａにてそれぞれチップ
部品から成る電子部品４を保持し、任意の電子部品４を選択的に実装するように構成する
と、実装手段２６を第２の部品供給位置Ｂに移動させた時に、一度に複数の電子部品４を
吸着保持することで、実装点数が比較的多く、また実装タクトの短いチップ部品の実装を
効率的に行うことができ、全体として実装効率を向上することができる。
【００７５】
また、上記実施形態の説明では、部品供給部６において、図１２（ａ）に示すように、複
数枚の半導体ウエハ８を収容された部品マガジン９を搭載してその半導体ウエハ８を供給
するように構成した例を説明したが、図１２（ｂ）に示すようなサイズの小さい半導体ウ
エハ８ａを収容した部品マガジン９ａを搭載してその半導体ウエハ８ａを供給するように
しても良く、また図１２（ｃ）に示すように、多数の電子部品３を配列して収容した１又
は複数のトレイ４３を保持したトレイプレート４４を複数枚収容保持した部品マガジン９
ｂを搭載してそのトレイプレート４４を供給するようにしても良く、また図１２（ｄ）に
示すように、多数の電子部品３を配列して収容した大型のトレイ４５を直接供給するよう
に構成してもよい。
【００７６】
さらに、図１３に示すように、部品供給部６を、多数の電子部品３を収容して成るテープ
状部品集合体が装着された複数の部品供給カセット４６や、段積みされた多数のトレイ４
７を順次供給するトレイフィーダ４８を、Ｘ方向移動台４９上に搭載した構成とし、この
部品供給部６から直接反転移送手段１８に電子部品３を供給するようにすることもできる
。
【００７７】
また、図１～図７の実施形態における部品供給部６を、図１２（ｃ）や図１２（ｄ）に示
すように構成した場合には、ベアＩＣ部品などの電子部品３の接続面３ａを下向きにして
トレイ４３、４５に収容して供給することも可能であり、そのような電子部品３の供給形
態もあり得る。
【００７８】
このような電子部品３の供給形態にも対処できるようにした別の実施形態を図１４を参照
して説明すると、本実施形態では、第１の部品供給位置ＡのＹ方向の側方位置に、接続面
を下向きにして供給された下向き供給電子部品３Ａを保持する移載ステージ５０を配設し
ている。また、実装手段２６の移動範囲を移載ステージ５０の位置を含むようにし、実装
手段２６の実装ヘッド２７にて移載ステージ５０上の電子部品３Ａを保持可能に構成して
いる。また、部品供給部６から供給されたトレイ４３、４５が供給テーブルとしてのＸ方
向テーブル１４にてＸ方向に位置決めされ、トレイ４３、４５上の任意の電子部品３Ａは
、反転移送手段１８にて保持されて移載ステージ５０上に移送されるとともに反転機構２
３が作動することなく、移載ステージ５０上に受け渡される。かくして、図１２（ｃ）や
図１２（ｄ）に示すような部品供給部６と、Ｘ方向テーブル１４と、反転機構２３を作動
停止させた反転移送手段１８にて部品供給手段が構成されている。このように、ベアＩＣ
部品などの電子部品３をその接続面を下向きにして供給する手段を配設した場合にも、そ
の電子部品３Ａを移載ステージ５０にて保持することで実装手段２６にて上記と同様に実
装することができる。
【００７９】
また、図８、図９の実施形態においても同様に、その部品供給部６を、図１２（ｃ）や図
１２（ｄ）やさらに図１３に示すような構成とした場合には、ベアＩＣ部品などの電子部
品３をその接続面３ａを下向きにした状態でトレイ４３、４５、４７に収容して供給する
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ことも可能であり、そのような下向き供給電子部品３Ａにも対処できるようにするために
は、図１５に示すように、図１４と同様に、第１の部品供給位置ＡのＸ方向の側方位置に
、接続面を下向きにした状態で供給された電子部品３Ａを保持する移載ステージ５０を配
設するとともに、実装手段２６Ａを移載ステージ５０上の電子部品３Ａを保持可能に構成
することで、実装手段２６Ａにてその電子部品３Ａを保持して上記と同様に実装すること
ができる。
【００８０】
また、上記各実施形態の説明では、反転移送手段１８における電子部品３の保持手段とし
て、単一の吸着ノズル２５を有するものを例示したが、図１６に示すように、それぞれが
電子部品３を吸着・保持する複数（図示例では２つ）の吸着ノズル２５ａ、２５ｂを設け
ることもできる。図１６においては、エキスパンド台１３上の半導体ウエハ８における電
子部品３を順次突き上げピン１３ａにて突き上げ、反転移送手段１８の各吸着ノズル２５
ａ、２５ｂにてそれぞれ吸着保持し、これらの吸着ノズル２５ａ、２５ｂの向きを上下反
転するとともにこれらの吸着ノズル２５ａ、２５ｂを順次第１の部品供給位置Ａに位置決
めし、実装手段２６の実装ヘッド２７にて第１の部品供給位置Ａから下向きの電子部品３
を取り出して基板２上に実装する動作過程を示している。
【００８１】
このように、反転移送手段１８に複数の吸着ノズル２５ａ、２５ｂを設けることで、半導
体ウエハ８の各電子部品３を反転移送手段１８にて上下を反転して第１の部品供給位置Ａ
に供給する工程のタクトが長いために、各基板２毎の実装タクトが長くなり、実装効率が
低下するような場合に、反転移送手段１８の１回の往復動作で複数の電子部品３を供給で
きるので、実装効率を大幅に向上することができる。
【００８２】
また、上記各実施形態の説明では、剛性のある基板２に対して電子部品３、４を実装する
例について説明したが、本発明の電子部品実装装置は、図１７に示すように、基板がフィ
ルム基板５２からなる場合にも好適に適用できる。図１７において、フィルム基板５２は
複数のフィルム基板５２が一体的に連接された帯状フィルム基板５１の形態で適用されて
いる。そして、複数の帯状フィルム基板５１が並列配置された状態で送給ロール５３から
基板位置決め手段５４に送給され、基板位置決め手段５４にて電子部品３を実装する各フ
ィルム基板５２を吸着等の適宜手段で固定して実装位置のＸ方向の位置決めを行い、実装
手段２６の実装ヘッド２７にて電子部品３をＹ方向の所定位置に実装し、電子部品３の実
装の終了したフィルム基板５２は帯状フィルム基板５１を回収ロール５５に順次巻き取る
ことで回収するように構成されている。このような構成によれば、フィルム基板５２に対
する電子部品３の実装を効率的に行うことができる。また、図８、図９に示した構成の電
子部品実装装置においても、同様に適用可能である。
【００８３】
【発明の効果】
　本発明の電子部品実装装置によれば、以上のように基板位置決め手段にて基板をＸ方向
に位置決めし、基板位置決め手段のＹ方向の一側において、上向き部品供給手段にて接続
面が上向きの電子部品を供給し、その電子部品を反転移送手段にて第１の部品供給位置に
供給し、基板位置決め手段のＹ方向の他側において、下向き部品供給手段にて接続面が下
向きの電子部品を第２の部品供給位置に供給し、実装手段にて第１又は第２の部品供給位
置で電子部品は保持してＹ方向に移動・位置決めすることで、基板の所定の実装位置に所
定の電子部品を実装するようにしているので、ベアＩＣチップなどの接続面を上向きにし
て供給される電子部品とチップ部品などの接続面を下向きにして供給される電子部品を、
１台の装置にて共に接続面を基板表面に対向させた状態で実装することができ、かつ実装
手段を１方向にのみ直線移動させて位置決めすれば良いので、高精度・高速実装を実現す
ることができる。また、実装手段が、第１の供給位置に供給された電子部品を保持して実
装する第１の実装ヘッドと、第２の供給位置に供給された電子部品を保持して実装する第
２の実装ヘッドとを備えているので、それぞれ専用の実装ヘッドを用いることで効率的に
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かつ確実に電子部品の実装を行うことができる。また、第２の実装ヘッドが、第２の部品
供給位置に供給される電子部品を複数保持するとともにこの複数保持した任意の電子部品
を選択的に実装するように構成されているので、第２の部品供給位置への一度の移動によ
って複数のチップ部品を保持することができ、実装点数の比較的多いチップ部品の実装を
効率的に行うことができ、全体として実装効率を向上することができる。
【００８４】
また、基板搬送方向のＸ方向と直交するＹ方向に基板位置決め手段にて基板を位置決めし
、基板位置決め手段のＸ方向の一側において、上向き部品供給手段にて接続面が上向きの
電子部品を供給し、その電子部品を反転移送手段にて第１の部品供給位置に供給し、基板
位置決め手段のＸ方向の他側において、下向き部品供給手段にて接続面が下向きの電子部
品を第２の部品供給位置に供給し、実装手段にて第１又は第２の部品供給位置で電子部品
は保持してＸ方向に移動・位置決めすることで、基板の所定の実装位置に所定の電子部品
を実装するようにしても同様の作用効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電子部品実装装置の一実施形態における全体概略構成を示す透視斜視図
である。
【図２】同実施形態において実装する上向き供給電子部品と下向き供給電子部品を示す斜
視図である。
【図３】同実施形態における実装工程を模式的に示した斜視図である。
【図４】同実施形態における認識カメラの移動・位置決め機構を示す斜視図である。
【図５】同実施形態における反転移送手段の全体構成を示す透視斜視図である。
【図６】同実施形態における反転移送手段の要部詳細を示す透視斜視図である。
【図７】同実施形態における同時認識カメラの移動・位置決め機構を示す斜視図である。
【図８】本発明の電子部品実装装置の他の実施形態における全体概略構成を示す透視斜視
図である。
【図９】同実施形態の全体概略構成を示す平面図である。
【図１０】上記各実施形態における実装ヘッドの変形例の斜視図である。
【図１１】上記各実施形態における実装ヘッドの別の変形例の斜視図である。
【図１２】上記各実施形態における上向き供給電子部品の供給形態の各種変形例を示す斜
視図である。
【図１３】上記各実施形態における上向き供給電子部品の供給手段の他の構成例を示す斜
視図である。
【図１４】本発明の電子部品実装装置の別の実施形態における実装工程を模式的に示した
斜視図である。
【図１５】本発明の電子部品実装装置のさらに別の実施形態における全体概略構成を示す
平面図である。
【図１６】上記各実施形態における反転移送手段の変形例の動作説明図である。
【図１７】本発明の電子部品実装装置をフィルム基板に対する実装工程に適用した例の全
体概略斜視図である。
【図１８】従来例の電子部品実装装置の全体概略構成を示す平面図である。
【符号の説明】
１　電子部品実装装置
２　基板
３　上向き供給電子部品
３Ａ　下向き供給電子部品
４　下向き供給電子部品
６　部品供給部（上向き部品供給手段）
７　部品供給部（下向き部品供給手段）
８　半導体ウエハ
１３　エキスパンド台（上向き部品供給手段）
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１４　Ｘ方向テーブル（供給テーブル）
１４Ａ　Ｙ方向テーブル（供給テーブル）
１８、１８Ａ　反転移送手段
２５ａ、２５ｂ　吸着ノズル（保持手段）
２６、２６Ａ　実装手段
２７　実装ヘッド
２７ｄ　加熱手段
２７ｅ　ディスペンサ
２９　Ｘ方向テーブル（基板位置決め手段）
２９Ａ　Ｙ方向テーブル（基板位置決め手段）
３１　同時認識カメラ（認識手段）
３３　搬入部
３４　搬出部
３８　第１の実装ヘッド
３８ｂ　加熱手段
３９　第２の実装ヘッド
３９ａ　吸着ノズル
５０　移載ステージ
５１　帯状フィルム基板
５２　フィルム基板
５３　送給ロール
５４　基板位置決め手段
５５　回収ロール
Ａ　第１の部品供給位置
Ｂ　第２の部品供給位置
【図１】 【図２】

【図３】
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